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摘 要

一般而言，電化學沈積常用來在金屬表面沈積金屬（電鍍） 或翻製經光罩微影蝕刻製作的微模型（電鑄）。然而，藉由局

部感 應電場的方法來沈積金屬的話，即可省略光罩或是微模仁的製 作，進而可減少整體的製作成本及光罩或微模仁製作

時所產生的 誤差。再者，利用局部電化學沈積的方法可以輕易的製作出具有 微米等級尺寸且具有高細長比之結構物。在

微製程下所製作出之 微結構，其微結構的機械特性很容易受到製程的影響，而且與大 尺寸結構物會具有不同的機械特性

。本研究即是利用局部電化學 沈積法來製作出微米尺寸等級之銅金屬懸臂樑結構物，並探討在 不同製程條件下時，對結

構物沈積行為之影響。找出最適合之沈 積條件以製作出微柱結構，再量測微柱之動態共振頻率，來探討 沈積微柱之楊氏

係數。由於實驗中採取步進的沈積方式，沈積之 微柱會產生節狀沈積的現象，因此，本研究並設計一個壓電致動 器配合

彈性鉸鍊的放大機構，若是可以有效的找出控制迴路，應 可沈積出更為均勻的微結構。
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